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Hội thảo quốc tế lần thứ 20 về tính chất vật lý và 
ứng dụng của vật liệu tiên tiến (ICPMAT 2026)

Tổng quan

Từ ngày 23 đến 25/07/2026

Thời gian & Địa điểm

Đại học Bách khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Bạch Mai, Hà Nội, Việt Nam.

Nhà tài trợ chính
Link gửi bài
https://icpmat-icamt.hust.edu.vn/

Liên hệ: icpmat-icamt@hust.edu.vn         +84-983030011 

Các lĩnh vực chính

• Kỹ thuật luyện kim

• Vật liệu kết cấu (Kim loại nhẹ, Thép, 

Biến dạng, v.v.)

• Vật liệu chức năng (Chất siêu dẫn, 

Oxit, Gốm, Vật liệu tổ hợp, Điện tử 

học spin, Vật liệu liên quan đến năng 

lượng, Vật liệu nano, v.v.)

• Khoa học vật liệu tính toán (Phương 

pháp phần tử hữu hạn, Lý thuyết 

phiếm hàm mật độ, Mô phỏng 

Monte Carlo, v.v.)

• Vật liệu trong công nghệ, điện tử, 

dêt-may, in, v.v.

Lệ phí đăng ký

Báo cáo viên

3.000.000 VND

NCS/Học viên/Sinh viên

Hội thảo Quốc tế về Tính chất Vật lý và Ứng dụng của Vật liệu 
tiên tiến (ICPMAT) là hội nghị khoa học thường niên được sáng
lập bởi Đại học Toyama (Nhật Bản) và Viện hợp kim Nhật Bản, 
với sự phối hợp tổ chức của các trường đại học và viện nghiên
cứu uy tín trong mạng lưới hợp tác quốc tế, bao gồm các đối
tác đến từ Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc), Đại học 
Sơn Đông (Trung Quốc), Đại học Chiang Mai (Thái Lan), Đại học 
Bách Khoa Hà Nội (Việt Nam), và một số đối tác Châu Âu đến 
từ Đại học Kỹ thuật Košice (Slovakia), Đại học Khoa học và 
Công nghệ AGH (Ba Lan), và Đại học Khoa học và Công nghệ 
Na Uy. Hội nghị tập trung vào các nghiên cứu cơ bản và ứng
dụng trong lĩnh vực vật lý và khoa học vật liệu.

Các mốc thời gian

Mở đăng ký và nộp báo cáo tóm 
tắt

01/03/2026

Hạn nộp báo cáo tóm tắt (Abstract)

31/05/2026

Thông báo kết quả duyệt tóm tắt

15/06/2026

Kết thúc đăng ký sớm

21/06/2026

Cơ hội công bố nghiên cứu

Các bài báo được chọn sẽ được mời gửi

đăng trên Materials Science Forum hoặc

Key Engineering Materials, thuộc danh mục

SCOPUS (với lệ phí công bố 80€/bài).

Hạn nộp bài báo khoa học

30/06/2026

Hội thảo

23-25/07/2026

Lệ phí bao gồm việc tham dự các

phiên họp của hội nghị, bộ tài liệu hội
nghị, tài liệu tham khảo, các tiệc trà,
bữa trưa và tiệc tối. Tuy nhiên, chi phí

lưu trú và bữa sáng không bao gồm
trong lệ phí.

Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về vật liệu và 
công nghệ tiên tiến (ICAMT 2026)

kết hợp

Hội thảo Quốc tế về Vật liệu và Công nghệ tiên

tiến (ICAMT) do Trường Vật liệu, Đại học Bách

khoa Hà Nội khởi xướng, sẽ được đồng tổ chức

với ICPMAT vào năm 2026 nhằm nâng tầm ảnh

hưởng quốc tế. Hội nghị ICPMAT & ICAMT 2026

sẽ diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội,

Việt Nam từ ngày 23 đến 25 tháng 7 năm 2026,

là diễn đàn thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong lĩnh

vực khoa học vật liệu và công nghệ tiên tiến..
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Đại học Bách Khoa Hà Nội

GS. TS. Huỳnh Trung Hải

Đại học Toyama 
(Nhật Bản)

GS. Yutaka Takaguchi
Đại học Quốc gia Kyungpook 

(Hàn Quốc)

GS. Injoon Son

Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS. TS. Phạm Mai Khánh

Đại học Bách Khoa Hà Nội

GS. TS. Nguyễn Đức Hòa

Đại học Quốc gia Chungnam 
(Hàn Quốc)

GS. Chunjoong Kim

Đồng chủ trì Hội nghị

Chủ trì Hội nghị

K. Matsuda – Đại học Toyama, Nhật bản 
S. W. Lee – Đại học Toyama, Nhật bản
H. Ono – Đại học Toyama, Nhật bản
T. Shibayanagi – Đại học Toyama, Nhật bản
N. Nunomura – Đại học Toyama, Nhật bản
T. Aida – Đại học Toyama, Nhật bản
M. Yoshida – Đại học Toyama, Nhật bản
T. Yamane – Đại học Toyama, Nhật bản
T. Namiki – Đại học Toyama, Nhật bản
H. Mashahiko – Đại học Toyama, Nhật bản
T. Tsuchiya – Đại học Toyama, Nhật bản
I. J. Son – Đại học quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc
H. S.​ Lee – Đại học quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc
S. H. Park – Đại học quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc
S. E. Chun - Đại học quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc
Y. Min – Đại học quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc
K. I. Park – Đại học quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc
I. Han – Đại học quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc
S. W. Lee – Đại học quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc
J. H. Lee – Đại học quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc
R. B. K. Chung - Đại học quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc
Y. M. Jo – Đại học quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc
S. C. Kim – Đại học quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc
Y. Zou – Đại học Sơn Đông, Trung Quốc 
G. H. Min – Đại học Sơn Đông, Trung Quốc 
P. C. Si – Đại học Sơn Đông, Trung Quốc 
I. Mullerova – Viện Hàn lâm Khoa học Séc (CAS) tại Brno, Cộng hòa Séc
R. Holmestad – Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy, Na Uy
M. Lewandowska – Đại học Công nghệ Warszawa, Ba Lan 
M. Stygar – AGH Đại học Khoa học và Công nghệ, Ba Lan
C. Banjongprasert – Đại học Chiang Mai, Thái Lan
K. Pimraksa – Đại học Chiang Mai, Thái Lan
G. J. Shiflet – Đại học Virginia, Mỹ
M. Murayama – Đại học Bách khoa Virginia, Mỹ
N. T. Liem – Đại học Bách Khoa Hà Nội 
L. T. Hung – Đại học Bách Khoa Hà Nội
N. P. Duong – Đại học Bách Khoa Hà Nội
D. A. Vu – Đại học Bách Khoa Hà Nội
B. A. Hoa – Đại học Bách Khoa Hà Nội
N. V. Quy – Đại học Bách Khoa Hà Nội
P. T. Thao – Đại học Bách Khoa Hà Nội
P. A. Tuan – Đại học Bách Khoa Hà Nội
N. H. Viet – Đại học Bách Khoa Hà Nội
P. H. Vuong – Đại học Bách Khoa Hà Nội
T. D. Lam, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

N. Q. Anh, Viện Hóa học, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

C. K. Son, Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách Khoa Hà Nội
N. H. Lam, Khoa vật lý Kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội
N.T. Chung, Khoa cơ khí, Trường Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn
D.V. Duong, Đại học Phenikaa
L. A. Tuan, Đại học Phenikaa
N. V. Hieu, Đại học Phenikaa
N. N. Dinh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, VNU
N. D. Nam. Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam
Đang được cập nhật…

Ban tổ chức

Nguyễn Hoàng Việt – Đại học Bách Khoa Hà Nội (Trưởng ban)
Trịnh Văn Trung – Đại học Bách Khoa Hà Nội
Lê Thị Băng – Đại học Bách Khoa Hà Nội
Hà Minh Tân – Đại học Bách Khoa Hà Nội
Nguyễn Hoài Anh – Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đào Thị Thủy Nguyệt – Đại học Bách Khoa Hà Nội
Đang được cập nhật…

Ban Thư ký

Chương trình dự kiến

Thứ Tư, ngày 22 tháng 7
     Đăng ký tham dự trực tiếp
Thứ Năm, ngày 23 tháng 7
     Trình bày oral
     Ăn trưa
     Tiệc hội nghị
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7
     Trình bày oral
     Trưng bày poster
     Ăn trưa
     Ăn tối
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 7
     Tham quan (cả ngày)
Chủ Nhật, ngày 26 tháng 7
     Kết thúc Hội nghị
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